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１．概要（Summary） 

近年の情報社会の高度化に伴い、テラヘルツ（THz）

波を用いた超高速無線通信が期待されている。THz波の

伝送には貫通穴構造の導波管が必要となる。この貫通穴

の断面サイズは数百m であるため、従来の金属切削加

工での製造は難しい。そこで我々は、3Dプリンタを用いて

ポリマー三次元構造を形成し[2]、その表面に THz 波染

み出し防止用の金属薄膜を製膜した新規導波管の作製

に取り組んでいる。この金属製膜技術には、THz 波の染

み出しを十分に防止できる膜厚（500 nm程度）を、高アス

ペクト比構造（1000 程度）に対し均一に製膜できることが

求められる。従来の気相製膜法ではこの条件を満たすこ

とが難しいため、高拡散性と高溶解能の特長を持つ超臨

界流体を用いた薄膜堆積法（SCFD）[1]の利用を提案し

ている。本研究では、上記の新規導波管作製に向けた基

礎的知見を得るため、THz 波の伝搬損失が少ない金属

材料を検討した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速大面積電子線描画装置 

ステルスダイサー 

高速シリコン深掘りエッチング装置 

高密度汎用スパッタリング装置 

【実験方法】 

金属材料検討のためのTHｚ波透過率測定を行うため、

Si グリッド基板に各種金属膜を両面スパッタリングで製膜

した。まず、Si ウエハに高速大面積電子線描画装置でグ

リッド構造を描画後、ステルスダイサーでウエハをカットし、

高速シリコン深掘りエッチング装置でグリッド基板を作製し

た。これに高密度汎用スパッタリング装置を用いて両面か

ら Cuや Auなどの金属を製膜した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に示すように、Si基板上に均一なグリッド構造を

再現性よく作製できるようになった。また、両面スパッタリン

グにより、グリッド側壁に均一に Cu や Au を製膜すること

に成功した。 

 

Fig.1 Si grid substrate after Cu deposition. 
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